
























专利名称(译) 具有高导热率的封装基板的有机发光显示装置

公开(公告)号 US20190103583A1 公开(公告)日 2019-04-04

申请号 US16/133307 申请日 2018-09-17

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM TAE HO

发明人 KIM, TAE-HO

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/50 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/5237 H01L51/5012 H01L51/5206 H01L51/5221 H01L27/322 H01L27/3246 H01L27/1225 
H01L51/5259 H01L51/529

优先权 1020170127391 2017-09-29 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种有机发光显示装置，包括封装层和设置在封装层上的封装基
板。包封层可以覆盖发光元件。封装基板可包括具有高导热率的材料。
加强构件可以与密封层和密封基板之间的发光元件重叠。因此，在有机
发光显示装置中，封装基板的刚性可以由加强构件补充。因此，有机发
光显示装置可以防止由于外部冲击而损坏发光元件。
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